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본 발명은 인버터 PCB(Printed Circuit Board)상에 구성된 인버터 IC(Integrated Circuit) 및 트랜스포머 등의

발열소자로부터 발생하는 열을 효율적으로 외부로 방출하기 위한 방열구조의 액정표시장치에 관련된 것으로서,

하부커버와; 상기 하부커버상에 구비되어 빛을 제공하는 백라이트장치와; 상기 백라이트장치와 이격되어 빛을 제

공받는 액정패널과; 상기 백라이트장치를 구동하는 인버터 PCB(Printed Circuit Board)와; 상기 PCB상에 실장되

어 상기 백라이트장치로 공급되는 전압을 생성하는 인버터 IC 및 트랜스포머(transformer)와; 상기 인버터 IC 및

상기 트랜스포머상에 부착되어 열이 전달되는 열전도수단; 및 상기 PCB를 외부에서 보호하되, 상기 인버터 IC 및

상기 트랜스포머상의 열전도수단과 서로 접촉하여 열이 방출되는 쉴드 커버를 포함하여 구성되는 것을 특징으로

한다. 

대 표 도 - 도5
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특허청구의 범위

청구항 1 

하부커버;

상기 하부커버상에 구비되어 빛을 제공하는 백라이트장치;

상기 백라이트장치와 이격되어 빛을 제공받는 액정패널;

상기 백라이트장치를 구동하는 인버터 PCB(Printed Circuit Board);

상기 PCB상에 실장되어 상기 백라이트장치로 공급되는 전압을 생성하는 인버터 IC 및 트랜스포머(transformer); 

상기 인버터 IC 및 상기 트랜스포머상에 부착되어 열이 전달되는 열전도수단; 및

상기 PCB를 외부에서 보호하되, 상기 인버터 IC 및 상기 트랜스포머상의 열전도수단과 서로 접촉하여 열이 방출

되는 쉴드 커버를 포함하여 구성되는 액정표시장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 트랜스포머는 자계가 외부로 퍼져나가는 것을 막는 차폐형 트랜스포머인 것을 특징으로

하는 액정표시장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 열전도수단은 실리콘(Si)과 산화알루미늄(Al2O3)을 혼합하여 형성한 온도 패드인 것을 특

징으로 하는 액정표시장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 인버터 IC 및 트랜스포머가 상기 인버터 PCB상에 서로 다른 높이로 형성되는 경우 상기

열 도전수단과 접촉하는 쉴드 커버는 서로 단차(段差)를 이루어 접촉하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 5 

하부커버;

상기 하부커버상에 구비되어 빛을 제공하는 백라이트장치;

상기 백라이트장치와 이격되어 빛을 제공받는 액정패널;

상기 백라이트장치를 구동하는 인버터 PCB(Printed Circuit Board);

상기 PCB상에 실장되어 상기 백라이트장치로 공급되는 전압을 생성하는 인버터 IC 및 트랜스포머(transformer);

상기 인버터 IC의 상측 및 상기 트랜스포머의 1차전압측 상측 소정영역에 부착되어 열이 전달되는 열전도수단;

및

상기 PCB를 외부에서 보호하고, 상기 인버터 IC 및 트랜스포머상의 열전도수단에 접촉하여 열이 방출되되, 트랜

스포머의 2차전압측 상측 소정영역에 대응하여 천공이 형성된 쉴드 커버를 포함하여 구성되는 액정표시장치.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 트랜스포머는 비차폐형 트랜스포머인 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 7 

제5항에 있어서, 상기 열전도수단은 실리콘(Si)과 산화알루미늄(Al2O3)을 혼합하여 형성한 온도 패드인 것을 특

징으로 하는 액정표시장치.

청구항 8 

제5항에 있어서, 상기 인버터 IC 및 트랜스포머가 상기 인버터 PCB상에 서로 다른 높이로 형성되는 경우 상기
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열전도수단과 접촉하는 쉴드 커버는 서로 단차(段差)를 이루어 접촉하는 것을 특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 9 

제5항에 있어서, 상기 트랜스포머의 1차전압측 상측 소정영역은 트랜스포머의 상측 면적의 1/2에 해당하는 것을

특징으로 하는 액정표시장치.

청구항 10 

제5항에 있어서, 상기 트랜스포머의 2차전압측 상측 소정영역은 트랜스포머의 상측 면적의 1/2에 해당하는 것을

특징으로 하는 액정표시장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 더 자세하게는 인버터 PCB(Printed Circuit Board)상에 구성된 인버<12>

터 IC(Integrated Circuit) 및 트랜스포머 등의 발열소자로부터 발생하는 열을 효율적으로 외부로 방출시키기

위한 방열구조를 갖는 액정표시장치에 관련된다.

일반적으로 액정표시장치는 액체의 유동성 및 결정의 광학적 성질을 띠는 액정에 전계를 가하여 광학적 이방성<13>

을 변화시키는 장치로서, 종래의 음극선관(Cathode Ray Tube) 대비 소비전력이 낮고 부피가 작으며 대형화 및

고정세화(高精細化)가 가능하여 현재 널리 사용되고 있다.

그러나 이와 같은 액정표시장치는 대부분 외부에서 들어오는 광의 광량을 조절하여 화상을 표시하는 수광성 장<14>

치이기 때문에 액정패널에 광을 조사하기 위한 별도의 광원 즉 백라이트장치를 필요로 하며, 램프가 설치되는

위치에 따라 에지형(edge type)과 직하형(direct type)으로 구분되고 있다. 

여기에서  에지형은  빛을  안내하는  도광판의  측면에  램프가  설치되는  것으로서  램프장치는  빛을  발산하는<15>

램프와, 램프의 양단에 삽입되어 램프를 보호하는 램프 홀더와, 램프의 외면을 감싸고 일측면이 도광판의 측면

을 고정하여 램프에서 발산된 빛을 도광판 쪽으로 반사시켜 주는 램프 하우징을 구비한다. 

이러한 에지형은 주로 노트북 컴퓨터 및 데스크 탑 컴퓨터의 모니터와 같이 비교적 크기가 작은 액정표시장치에<16>

적용되는 것으로 빛의 균일성이 좋고 내구 수명이 길며 액정표시장치의 박형화에 유리하다. 

한편, 직하형은 액정표시장치가 대화면화되면서 중점적으로 개발되기 시작한 것으로, 확산판의 하부면에 복수개<17>

의 램프를 일렬로 배열시켜 액정패널의 전면으로 빛을 직접 조사하는 것이다. 이러한 직하형은 에지형에 비해

광의 이용 효율이 높기 때문에 고휘도를 요구하는 대화면 액정표시장치에 주로 사용된다. 

이와 같은 직하형 백라이트장치는 전체적으로 발광부와 도파부로 나누어지는데, 도파부는 발광램프에서 나온 빛<18>

을 균일한 면광원으로 만드는 광부품계로서 반사판, 확산판, 프리즘 시트(Prism Sheet)로 구성되고, 발광부는

발광램프와 발광램프에 전력을 공급하는 인버터(Inverter) 및 인버터를 보호하기 위한 쉴드 커버(Shield Cover)

등이 해당된다.

도 1은 일반적인 직하형 액정표시장치의 분해사시도이다. <19>

도면에서 볼 때, 액정표시장치는 화면을 나타내는 액정패널(10)에 광을 제공하는 직하형 백라이트장치(20)를 포<20>

함한다. 

이때, 액정패널(10)은 박막트랜지스터(Thin Film Transistor; TFT) 기판과 컬러필터기판 및 그 두 기판 사이에<21>

주입된 액정으로 이루어진다. 또한 데이터 PCB, 게이트 PCB, 데이터 측의 테이프 캐리어 패키지(Tape Carrier

Package; TCP) 및 게이트 측의 TCP로 이루어진다. 

한편, 백라이트장치(20)는 제1광을 발생하는 램프장치(21), 그 램프장치(21)로부터 발생된 제1광을 반사시키기<22>

위한 반사판(23), 제1광을 확산시켜 균일한 휘도 분포를 갖는 제2광을 출사하는 광 조절부(22)로 구성된다.
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여기에서 램프장치(21)는 하나 이상의 램프(21a)와 하나 이상의 램프(21a)에 대향하는 양단부에 각각 설치된 램<23>

프 홀더(21b), 그리고 램프장치(21)에 전원을 공급하기 위한 인버터(Inverter)로 구비된다. 이때 인버터 회로가

구성된 인버터 PCB(50)는 쉴드 커버(60)에 둘러싸여 하부커버(25)의 배면에 체결된다. 

또한, 광 조절부(22)는 확산판(Diffuser Plate)(22a), 확산판(22a)의 상부에 순차적으로 배치되는 제1확산시트<24>

(Diffuser Sheet)(22b), 프리즘 시트(22c) 및 제2확산시트(22d) 등을 포함한다.

메인 서포트(30)는 하부에 백라이트장치(20)를 구비하고, 상측에 액정패널(40)을 적재하여 액정표시장치의 전체<25>

적 힘의 균형을 유지시킨다.

그리고 상부커버(40)는 액정패널(40)의 4면 가장자리를 감싸면서 하부커버(25)와 체결하여 액정패널(10) 및 백<26>

라이트장치(20)를 수납한다.

도 2는 도 1의 하부커버 배면에 인버터 PCB 및 쉴드 커버를 체결한 상태의 도면이고, 도 3은 도 2의 절단선(A-<27>

A`)을 따라 본 단면도이다. 

도면에서와 같이, 인버터 PCB(50)는 하부커버(25)  배면의 일측 가장자리에 배치되어 있고, 인버터 PCB(50)는<28>

FET 등의 소자가 집적화된 인버터 IC(50a) 및 트랜스포머(50b)를 포함한다.

그리고 인버터 PCB(50)의 상부에는 외부 정전기 등으로부터 인버터 PCB(50)를 보호하기 위한 쉴드 커버(60)가<29>

위치하고 있는데, 그 쉴드 커버(60)의 표면에는 하부의 인버터 PCB(50)에서 발생하는 열을 외부로 방출시키기

위하여 다수개의 홀이 형성되어 있다.

그러나 최근의 액정표시장치가 점점더 대형화되어감에 따라 전압변환을 위하여 고출력 트랜스포머를 사용하는<30>

백라이트가 증가하게 되었고, 이와 같은 경우 많은 양의 누설자계(Magnetic Flux)가 쉴드 커버에 착교하게 됨으

로써 이로 인한 와전류(Eddy Current)가 발생하고, 그 결과 시스템은 고온의 열 발산 및 전력 손실이 발생하게

된다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 종래의 이와 같은 문제점을 개선하기 위하여 안출된 것으로서, 그 목적은 인버터 PCB상에 구성되는<31>

트랜스포머 및 인버터 IC와 같은 발열소자상에 열전도수단을 형성하고, 그 열전도수단과 쉴드 커버를 접촉시켜

열을 외부로 효율적으로 방출시키는 방열구조의 액정표시장치를 제공함에 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기의 목적 달성을 위한 본 발명의 하나의 실시예에 따른 액정표시장치는 하부커버와; 상기 하부커버상에 구비<32>

되어 빛을 제공하는 백라이트장치와; 상기 백라이트장치와 이격되어 빛을 제공받는 액정패널과; 상기 백라이트

장치를 구동하는 인버터 PCB(Printed Circuit Board)와; 상기 PCB상에 실장되어 상기 백라이트장치로 공급되는

전압을 생성하는 인버터 IC 및 트랜스포머(transformer)와; 상기 인버터 IC 및 상기 트랜스포머상에 부착되어

열이 전달되는 열전도수단; 및 상기 PCB를 외부에서 보호하되, 상기 인버터 IC 및 상기 트랜스포머상의 열전도

수단과 서로 접촉하여 열이 방출되는 쉴드 커버를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 하부커버와; 상기 하부커버상에 구비되어 빛을 제공하는<33>

백라이트장치와; 상기 백라이트장치와 이격되어 빛을 제공받는 액정패널과; 상기 백라이트장치를 구동하는 인버

터 PCB(Printed Circuit Board)와; 상기 PCB상에 실장되어 상기 백라이트장치로 공급되는 전압을 생성하는 인버

터 IC 및 트랜스포머(transformer)와; 상기 인버터 IC의 상측 및 상기 트랜스포머의 1차전압측 상측 소정영역에

부착되어 열이 전달되는 열전도수단; 및 상기 PCB를 외부에서 보호하고, 상기 인버터 IC 및 트랜스포머상의 열

전도수단에 접촉하여 열이 방출되되, 트랜스포머의 2차전압측 상측 소정영역에 대응하여 천공이 형성된 쉴드 커

버를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.

이하, 도면을 참조하여 위의 구성과 관련해 구체적으로 살펴보고자 한다. 도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따<34>

른 액정표시장치의 분해 사시도이다.

도면에서 볼 때, 먼저 알루미늄(Al) 등을 재질로 하는 하부커버(125)상에는 광원인 다수개의 램프(121a)들로부<35>

터 빛을 전면으로 반사하기 위한 반사판(123)이 부착된다. 그 반사판(123)의 재질은 백색 폴리에스테르 필름이

나 금속(Ag, Al) 등이 코팅된 필름을 사용하게 되는데, 반사판(123)에서의 가시광의 광 반사율은 90~97%정도이

며 코팅된 필름이 두꺼울수록 반사율이 높게 된다.
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이와 같은 반사판(123)이 부착된 하부커버(125)상에는 다수 개의 램프(121a)를 배열 고정하는 램프 홀더(121b)<36>

를 포함하는 램프장치(121)가 구비된다. 이때, 2개의 램프(121a)를 기본 단위로 하여 램프의 납땜 부위를 보호

하는 하나의 램프 홀더(121b)를 사용하고 있다. 

그 이외에 대면적 LCD TV의 경우 보통 고휘도를 위하여 32인치 기준으로 대략 16개의 램프를, 그리고 40인치의<37>

경우에는 약 20개의 램프를 사용해 일정간격으로 배열하는 것으로 알려져 있다.

그리고 하부커버(125)상에 구비되는 램프장치(121)의 램프홀더(121b)를 내부에 구비시키는 사이드 서포트(side<38>

support)(110a, 110b)가 체결된다. 

또한,  하부커버(125)의  양측에  구비되는  사이드  서포트(110a,  110b)상에는  램프(121a)들로부터  직접<39>

제공되거나, 하측의 반사판(123)을 통해 반사된 빛들을 전면으로 균일하게 분산시키기 위한 확산판(122a) 및 기

타 광학적 보완 기능을 담당하는 광학 시트들(122b, 122c, 122d)이 적재된다. 

이와 같이 백라이트장치(120)의 구성이 완료되면, 이어서는 그 백라이트장치(120)를 하측에 구비하여 액정표시<40>

장치에서의 전체적 힘의 균형을 유지하기 위한 메인 서포트(130)가 체결된다. 이때, 메인 서포트(130)는 상측에

액정패널(110)이 적재되는 것을 감안하여 상측 면에 서로 단차(段差)를 이루는 패턴이 형성되어 있다. 

또한, 메인 서포트(130)상에는 액정패널(110)이 적재된다. 이러한 액정패널(110)은 각각의 단위 화소마다 스위<41>

칭소자로서 박막 트랜지스터가 배열되어 있는 어레이 기판과, 이에 대응하여 컬러를 표현하는 컬러필터가 형성

된 컬러필터기판 및 이 두 기판 사이에 주입되는 액정을 포함하여 구성된다. 

그리고 상부커버(140)는 위의 액정패널(110)의 4면 가장자리 및 메인 서포트(130)의 측면을 감싸면서 하부커버<42>

(125)와 체결된다.

한편, 위의 백라이트장치(120)를 구동하기 위하여는 실질적으로 인버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b) 등의 인<43>

버터 회로가 구성되는 인버터 PCB(150)를 하부커버(125)의 배면에 체결한다.

여기에서 인버터 IC(150a)는 FET(Field Effect Transistor) 등의 소자가 집적화된 것으로서 외부로부터 DC 전<44>

원을 인가받아 DC 출력전압으로 변화하여 안정화시키는 피드백 제어회로 등의 DC/DC 컨버터와, 그 DC/DC 컨버터

로부터 출력전압을 인가받아 트랜스포머로 전력을 전달하는 풀-브리지(Full-Bridge) 방식 등의 스위칭회로를 포

함한다. 

반면 트랜스포머(150b)는 위의 스위칭회로로부터 DC 전압을 인가받아 AC 전압으로 변환함과 동시에 전압을 높여<45>

주고 전력전달을 통해 램프(121a)를 구동시킨다. 

이와 같은 램프(121a)시 인버터 PCB(150)상에 구성되는 인버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b)는 상당량의 열을<46>

발생하게 된다. 

따라서, 본 발명은 인버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b)상에 그 상측 면의 면적과 동일한 크기의 열전도수단<47>

(155)을 형성한다. 이를 통해 열전도수단(155)은 인버터 PCB(150)상의 인버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b)로

부터 열을 흡수하여 이후 체결되는 쉴드 커버(160)로 열을 전달하게 된다.

물론 이와 같은 열전도수단(155)은 실리콘(Si)과 산화알루미늄(Al2O3)을 혼합하여 제조한 온도 특성이 비교적 좋<48>

은 패드용 물질로 형성되는 것이 바람직하다.

이외에도  본  발명의  열전도수단(155)은  3M사의  9880FR-5F가  적합할  수  있다.  9880FR-5F은  감압성(Pressure<49>

Sensitive) 점착 테이프에 열전도성 미립자(Creamic Particle)를 무질서하게 분산시킨 것으로서 접착과 동시에

열전도성 미립자를 통해 열전도가 가능하도록 구성되어 있다. 아울러 뛰어난 절연체(dielectric)이며 높은 접착

력과 함께 재작업이 가능하다. 

이러한 열전도수단(155)이 부착된 인버터 PCB(150)상에는 그 인버터 PCB(150)상의 인버터 IC(150a) 및 트랜스포<50>

머(150b)와 서로 접촉하여 쉴드 커버(160)가 체결된다.

가령 인버터 PCB(150)상의 트랜스포머(150b)가 부품의 구조상 인버터 IC(150a)보다 높게 형성된다고 가정하자.<51>

이때 쉴드 커버(160)의 전체적인 평균 높이는 트랜스포머(150b)의 높이를 기준으로 하여 형성될 것이고, 인버터

IC(150a)와 접촉시키기 위하여는 이후 쉴드 커버(160)의 제조시 별도의 벤딩(bending) 처리가 추가적으로 이루

어질 것이다. 

도면에서와 같이, 쉴드 커버(160)의 내부에 형성된 돌출부(160a)는 인버터 PCB(150)상의 인버터 IC(150a)와 서<52>
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로 접촉하게 되고, 또한 트랜스포머(150b)는 쉴드 커버(160)의 바닥면(160b)과 서로 접촉하게 된다.

도 5는 도 4의 인버터 PCB(150) 및 쉴드 커버(160)를 하부커버(125)상에 체결한 후, 절단선(I-I`)을 따라 본 단<53>

면도이다.

도면에서 볼 때, 하부커버(125)의 배면에 인버터 PCB(150)가 체결되어 있고, 그 인버터 PCB(150)상에 형성된 인<54>

버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b)상에 열전도수단(155)이 부착되어 있다.

여기에서 트랜스포머(150b)는 누설자계(Magnetic Flux)가 쉴드 커버(160)에 착교하는 것을 방지하기 위한 차폐<55>

형 트랜스포머로서 도면에 명확히 나타나진 않지만 그 상단부 표면(혹은 외곽)이 강자성체(Ni-Zn)의 차폐수단으

로 둘러싸여 형성된다.

그러나, 그 차폐수단은 위의 재질에 한정되는 것이 아니라 상자성체(常磁性體) 또는 반자성체의 비자기 금속<56>

(non- magnetic metal)으로 트랜스포머를 차폐하는 것이 얼마든지 가능하다.

여기에서 상자성체란 자기장 안에 넣었을 때 자기장 방향으로 약하게 자화하고, 자기장이 제거되면 자화하지 않<57>

는 물질로 알루미늄, 주석, 백금, 이리듐 등을 의미하고, 반면 반자성체는 외부 자기장에 의해서 자기장과 반대

방향으로 자화되는 물질로서 금, 은, 구리 등의 금속을 제외한 물질들이 이에 해당된다. 

따라서, 차폐수단은 액정표시장치의 하부커버(125)  및 인버터를 보호하는 쉴드 커버(160)가 전기아연도금강판<58>

(EGI)으로 대체되는 상황을 고려해 볼 때, 주변부에 구비된 강자성체로부터 트랜스포머(150b)에 미치는 영향력

을 최소화시킬 수 있을 뿐만 아니라, 차폐수단이 트랜스포머(150b)에서 발생하는 열을 빠르게 흡수하여 외부로

방출하는 역할도 할 수 있을 것이다.

그리고 열전도수단(155)이 형성된 인버터 IC(150a) 및 트랜스포머(150b)와 서로 접촉하여 쉴드 커버(160)가 체<59>

결되어 있다. 

이로 인해 쉴드 커버(160)와 트랜스포머(150b)가 열전도수단(155)을 통해 직접 접촉하게 됨으로써 열저항값이<60>

최소화되는데, 이는 다시 말해 열전달을 최대한 크게 함으로써 열방출 특성이 증가하게 되는 것을 의미한다.

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치의 분해 사시도이고, 도 7은 도 6의 절단선(II-II`)을 따라<61>

본 단면도이다.

도 6 및 도 7을 참조하면, 본 발명에 다른 열전도수단(255)은 인버터 PCB(250)상의 인버터 IC(250a) 상측과 트<62>

랜스포머(250b)의 1차전압측 상측 소정영역으로 형성되어 있다.

여기에서 트랜스포머(250b)는 비차폐형 트랜스포머로서 트랜스포머(250b)의 상단부에 별도의 차폐수단을 형성하<63>

지 않게 되므로, 안전규격상 트랜스포머(250b)의 2차측 고압부와 쉴드 커버(260)간 직접적인 접촉이 어렵게 된

다. 

가령 비차폐형 트랜스포머(250b)의 2차측 고압부상에 열전도수단을 형성하고 쉴드 커버(260)를 접촉하게 될 때,<64>

그 쉴드 커버(260)와 트랜스포머(250b)간 쇼트(short) 현상이 발생하게 된다. 

따라서 본 발명에 따른 쉴드 커버(260)는 인버터 PCB(250)상에 구성된 트랜스포머(250b)의 2차전압측 상측 소정<65>

영역에 대응하여 사각형상과 같은 천공(260a)을 형성하는 것이 바람직하다. 

예컨대 본 발명은 트랜스포머(250b)의 1차전압측 및 2차전압측의 두 영역을 각각 1/2씩 균일 분할하여 그 1차전<66>

압측 트랜스포머(250b)상에 열전도수단(255) 및 이에 접촉하는 쉴드 커버(260)가 구성됨으로써 열이 외부로 방

출되고, 반면 2차전압측 트랜스포머(250b)상에 천공(260b)을 형성한 쉴드 커버(260)가 위치하고 그 트랜스포머

(250b)의 2차전압측이 외부로 노출됨으로써 열이 외부로 방출된다.

이상의 내용을 제외하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치는 하나의 실시예에 따른 액정표시장치와<67>

크게 다르지 않으며, 따라서 기타 자세한 내용은 앞서서의 내용들로 대신하고자 한다. 

    발명의 효과

지금까지 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시장치는 인버터 PCB상의 발열소자들로부터 발생하는 열을<68>

신속하게 외부로 방출시킴으로써 인버터 PCB에서의 소비전력이 감소하게 되고, 아울러 입력전압 대비 출력전압

의 효율이 증가하게 된다. 
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도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 직하형 액정표시장치의 분해 사시도<1>

도 2는 도 1의 하부커버 배면에 인버터 PCB 및 쉴드 커버를 체결한 상태의 도면 <2>

도 3은 도 2의 절단선(A-A`)을 따라 본 단면도<3>

도 4는 본 발명의 하나의 실시예에 따른 액정표시장치의 분해 사시도<4>

도 5는 도 4의 절단선(I-I`)을 따라 본 단면도<5>

도 6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정표시장치의 분해 사시도<6>

도 7은 도 6의 절단선(II-II`)을 따라 본 단면도<7>

※도면의 주요부분에 대한 부호의 설명※<8>

125, 225: 하부커버            150, 250: 인버터 PCB<9>

150a, 250a: 인버터 IC         150b, 250b: 트랜스포머<10>

155, 255: 열전도수단          160, 260: 쉴드 커버<11>
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摘要(译)

本发明涉及一种放电热结构的液晶显示器，用于将包括逆变器印刷电路
板上包括的逆变器IC（集成电路）和变压器等的发热元件产生的热量有
效地传递到外部。并且用于驱动底盖的逆变器印刷电路板，背光装置，
逆变器IC和具有PCB的变压器并产生提供给背光装置的电压，导热装置
粘附在逆变器IC和变压器上，并且包括保护PCB免受外部影响并且与变
换器IC和变压器上的导热装置接触的屏蔽罩。用于驱动底盖的逆变器印
刷电路板，背光装置，为底盖提供光，在底盖上配备有与背光装置分离
并接收光的液晶面板和背光装置。对于粘附在逆变器IC和变压器上的导
热装置，可以传递愤怒。对于保护PCB免受外部影响并且与逆变器IC和
变压器上的导热装置接触的屏蔽罩，散热。屏蔽罩，导热装置和变压
器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/448276d4-7eac-493d-b17a-3e4325678b0f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040072046/publication/KR20080102676A?q=KR20080102676A

